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先進モジュール用実装材料技術の現状と展望

家電，産業機器を支えるパワーエレクトロニクスから情

報通信インフラ，携帯電話などのIT機器に至る様々な分

野で，電子機器のモジュール化が進展している。モジュー

ルは複数の半導体チップや受動態部品を組み合わせて高度

な機能を実現した電子機器であり，用途に応じて様々なモ

ジュールが開発され，小型化・高機能化・低価格化のニー

ズにこたえてきている。

電子機器モジュールの組立て技術をモジュール実装技術

と称しているが，その中には回路技術，絶縁技術，熱・機

械構造設計技術，材料・プロセス技術，組立て装置技術な

ど幅広い要素技術を包含している。近年のモジュールの小

型・高密度化の流れの中で，発熱密度の増大，使用環境の

多様化，EMI（Electro Magnetic Interference）対策，環境

適合性などの観点から実装技術がモジュールの性能，信頼

性を左右するようになっている。

三菱電機では家電・産業用パワーモジュール，情報通信

用光モジュール，携帯電話・衛星通信用高周波モジュール

など幅広いモジュール製品を製造しているが，モジュール

実装技術がこれらの製品を支えている。

当社の先端技術総合研究所においても，実装材料・プロ

セス技術を中心に，絶縁技術，熱・機械構造設計技術など

のモジュール実装要素技術の開発を推進し，現状のモジュ

ール製品に寄与するとともに，将来の製品動向を見据えて，

次世代の実装要素技術の開発に取り組んでいる。この特集

では，モジュール用実装材料技術を中心に最近の研究成果

の一端を述べる。

高出力用 携帯電話用一般産業用

パワーモジュール

10Gbpsイーサネット用

光モジュール

携帯電話用

実装基板

高周波モジュール

高電圧用

○封止材料・プロセス技術
○接合材料技術
○基板材料・プロセス技術
○光学材料技術

○構造解析技術
○絶縁技術

○実装装置技術
○回路設計技術

実装材料技術

実装材料・プロセス技術は，絶縁技術，熱・機械構造設計技術などと連携し，当社モジュール製品の小型化・高機能化・低価格化，信頼性向
上に寄与している。
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